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2020年度与集成电路制造企业签订首轮流片合同2021年流片情况调查表
填报单位（盖章）：              
	序号
	所在市
	企业名称
	项目名称
	芯片名称及型号
	工艺
（55nm及以下）
	首轮流片方式
（MPW或全掩膜）
	代工
企业
	合同签订时间
	合同执行时间
	数量
（片）
	合同金额
（万元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




附件2

2021年度与集成电路制造企业签订并执行首轮流片合同项目情况调查表
填报单位（盖章）：              
	序号
	所在市
	企业名称
	项目名称
	芯片名称及型号
	工艺
（130nm及以下）
	首轮流片方式
（MPW或全掩膜）
	代工
企业
	合同签订时间
	合同执行时间
	数量
（片）
	合同金额
（万元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



附件3
2021年签订并执行首轮流片合同的特色工艺集成电路项目情况调查表
填报单位（盖章）：              
	序号
	所在市
	企业名称
	项目名称
	芯片名称及型号
	特色工艺（0.25μm）
	首轮流片方式
（MPW或全掩膜）
	代工
企业
	合同签订时间
	合同执行时间
	数量
（片）
	合同金额
（万元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





附件4

2021年签订并执行首轮流片合同的化合物集成电路项目情况调查表
填报单位（盖章）：              
	序号
	所在市
	企业名称
	项目名称
	芯片名称及型号
	工艺
（0.5μm）
	首轮流片方式
（MPW或全掩膜）
	代工
企业
	合同签订时间
	合同执行时间
	数量
（片）
	合同金额
（万元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




附件5
2021年度集成电路封装测试平台项目调查表
	序号
	所在市
	企业名称
	项目名称
	合同收入金额
（万元）
	服务企业家数

	1
	
	…
	…
	
	…

	2
	
	…
	…
	
	…

	…
	
	
	
	
	



